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DISPOSITIF D'INTGRCONNEXION ENTOE UNE CARTE MERE ET UN MODULE. 



vr •/ Une case meialUque 2 sensiblernent rectanguteire 
presente deux extremrtes 5, 6 pour assurer la connexion a 
la cane mere 13 et des decoupes mcompletes 9, 10 dans 
lesqueltes sent preieves des ores 11, 12 pour assurer la 
connexion au module 15. 




616S8A1_L> 



LQUENSTEIN SANDLER tt2 P. 10 

9 • 2761&52 



nT SPOSITIF P' INTERCONNEXION ENTRE UNE CARTE HERE ET IW 
MODU LE I 

4 

j 

L' invention concerne un dispoeitif d 1 interconnexion 
entre une carte mere fit un module. 

Le raccordement electrique d'un module surj une 
carte mere s'effectue en utilisant des contacts donjt le 
support traverse la carte mere- Lorsque le roodulej est 
parallfele a la carte mere, des contacts peuvent Stre fixA* 
sur deux c&t£s opposes du module et les supports d«j ces 
contacts traversent la carte mere selon deux lignes etj sont 
brases aux points de traversee de la carte mere. 

Lorsque le module est dispose perpendiculairement d 
la carte mere, des contacts fixes au module ont ieurs 
supports qui traversent la carte mere et qui y sont brjases. 

Avec Ja technologic du montage en surface* liee d 
la miniaturisation dee produits, la tendance est de nej plus 
traverser la carte mere et de n* intervener que sur une; face 
de la carte mere. Dans le cas de modules parallfcles; & la 
carte mere, il est possible do couder les supports des 
contacts dej£ fixes au module pour les braser en surface 
sur la carte mere, Dans le cas des modules disposes 
perpendiculairement $ la carte mere, le probleme &e la 
fixation sur une face de la carte mere n § a pas encorje et6 
resolu do maniere sat isf ai sante en raison notamment du 
risque d ' instabil ite du module lorsque les supports des 
contacts sont simplement eoudes et brases en surface.; 

L'un des buts de 1 1 invention est de proposjer un 
dispositif d' interconnexion entre une carte mere ftt un 
module dispose perpendiculairement & la carte merej, qui 
assure & la fois la securite de la connexion electrique et 
la stability mecanique du module sur la carte mere. ; 

Un autre but de la presente invention ejst de 
proposer un procede de realisation d'une interconnexion 
electrique entre un module et une carte mere lorsque le 
module est dispose perpendiculairement h la carte mfere. 
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V invention a pour objet un dispojsitif 
d' interconnexion entre une carte mfere et un mjodule 
perpendicular re £ la carte m&re, caract6ris£ en ce jqu # il 
comporte une base m^tallique sensiblement rectansuljaire, 
5 pr^sentant deux extr6roit6s destinies h assurer la connexion 
£ la carte mfcre et une partie centrale, et dans la partie 
axiale de la base, des d£coupes incompletes dans lesqdelles 
sont pr61ev6s deux bras destines k assurer la connexion au 
module. 

10 Selon d'autres caract^ristigues : 

- la partie centrale est d£cal6e par rapport : aux 
extr£mit£s de ]a base, 

- entrn la partie centrale et les deux extr^raitds 
de Id base sont pr£vues des zones de transition obliques, 

15 - les d^coupes incompletes sont dispoe£es au jdroit 

des zones de transition et d£bordent sur les extr<£mit£s de 
la base, \ 

- les d6coupes incompletes dSbordent sur la partie 
centrale de la base, j 

20 - les bras ont un profil en S et constituent une 

pince pour recevoir le module, 

- la base est au rooins partiel lement recouverte 
d'une bra sure. 

L 1 invention a £ga lement pour objet un procddA de 
25 realisation d'une interconnexion entre une carte m£rejet un 
module au moyen de dispositifs d ' interconnexion , 
caract6ris£ par les stapes de : j 

- constituer, par d€coupe et mise en forraej, une 
bande portant entre see bordures des dispositifs 

30 d' interconnexion maintenus par des pattes, 

- mettre en place le module dans les dispositifs, 

- proc£der £ la connexion du module sur les 
dispositifs par refusion de brasure, j 

- couper les pattes de maintien des dispositifs, 
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- roettre en place le module perpendiculaireroejnt a 
la carte mere en plaint les dispositifs sur j les 
emplacements prevus de contact, 

- proceder & la connexion de la carte merej aux 
5 dispositifs par refusion de brasure. 

D'autres caracteristiques ressortent de j la 
description qui suit faite avec reference aux de?sins 
annexes dans lesquels s 

- la figure 1 represente une vue perspective j d'un 
10 exemple de realisation d'un dispositif d f interconnexion 

entre une carte mere et un module dispose 
perpendiculairement £ la carte mere ; j 

- la figure 2 represente un module monte cu^ une 

j 

carte mere au moyen de dispositifs d* interconnexion selon 

15 la figure 1, i 

- la figure 3 represente une bande metal! ique 
decoupee pour constituer une suite de dispositifs 
d' interconnexion selon la figure 1, j 

- la figure 4 est une vue de gauche de la bande de 

20 la figure 3. 

Sur la figure 1, un dispositif d* interconnexion 1 
selon 1' invention comprend une base metal lique 2 de forme 
generale sensiblement rectangulaire, au moina partielljeroent 
recouverte d'une brasure 3. j 

25 La base metal lique presente une partie centrale 4 

plane et deux extremites 5, 6, planes. La partie centrjale 4 
est decalee par rapport aux deux extremites 5, 6. Ainei, 
lorsque le dispositif d' interconnexion est pose sur une 
surface plane, comme la face d'une carte mere, lesj deux 

30 extremites 5, 6 prennent un appui stable et la partie 
centrale 4 est parallele d la surface plane, et deceive par 
rapport & cette surface plane. 

Entre la partie centrale 4 et les extremites; 5, 6 
ae trouvent des 2one& de transition 7, 8 obliques* j 

35 Dans la partie axiale de la base 2, au droijt des 

zones de transition 7, 8, mais debordant sur les extremites 
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5, 6 et sur la partie centrale 4, sont pr^vues dee d6cojupes 
incompletes 9, 10 permettant le preifevement de deux jbras 
11, 12. ces bras 11, 12 sont replies avec un profil ejn S, 
sym^triquement I'un de 1' autre, pour const ituer une ^ince 
S destinee a recevoir le module. 

La base 2 etant recouverte, au moins partiel lemetlt , 
d'une couche de brasure integr€e 3, cette couche de brasure 
se trouve sur le dessus de la partie centrale 4, et suif les 
zones en regard I'une de l'autre des bras 11/ 12. 
10 Sur la figure 2, une serie de dispositifs 

d f interconnexion 1 tels que celui de la figure 1 sont posSs 
sur une carte mfere 13, reguliferement disposes au; pas 
normalise de 1,27 par exemple- Sur la carte mfere 13, cljiague 
emplacement destin^ a recevoir un dispositif 
15 d« interconnexion 1 est recouvert de pate a braser 14,= Sur 
le module 15 dispose perpendiculaireroent k la carte; mfere 
13, les emplacements de contact sont seuls reprfisept^s. 
Pour la carte mfere 13 comroe pour le module 15,: les 
dimensions representees ne correspondent pats a l f *cbelle 
20 des dispositifs d # interconnexion, et les circuits portes 
par les surfaces ne sont pas representds. Enfin,. sur petto 
figure 2, les dispositifs d' interconnexion 1, Ja carte; mfere 
13 et le module 15 sont representee dans leur disposition 
geometrique respective, mais sans que 1 1 interconnexion 
25 eiectrique par refusion de la brasure soit intervenue.j 

Les dispositifs d* interconnexion 1 sont fabrjiques 
en partant d T une bande metal lique, sur une face de laqjuelle 
est creus^e une rainure, par exerople par enlfeveroept; en 
continu d'un copeau de metal. Cette rainure est en;suite 
30 remplie d'une brasure. La bande est ensuite decoupeej, par 
estampage, par exemple, en conservant des botjdures 
continues pour faciliter la manipulation* La ban^e so 
presente alors (figure 3) comroe une echelle dont ehaque 
barreau comporte la structure de base d'un dispositif 
d' interconnexion 1 selon la figure I entre deux pattes 16, 
17 de raccordement aux bordures 18, 19 continues Se la 
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bande. Simultaneroent ou subs^quemment au decoupage de la 
bande, sent r^alis^es (figure 4) la raise en forme de la 
base 2 avec sa partie centrale 4, ses extreroites S, j6 et 
ses zones de transition obliques 7, 8, et la raise en ferine 
5 et en place dee bras 11, 12. ; . 

La bande metal lique est d^coupee de sorte que; les 
dispositifs d' interconnexion 1 soient r^gu liferent 
repartis a un pas normalised ] 

Pour realiser une interconnexion entre une (parte 
10 mfere et un module, par exemple selon le modele de la figure 
2, une longueur de bande de 8 pas est coupee (figure 3). Le 
module 15 est mis en place dans les dispositifs 1 en one 
seule operation puisque les dispositifs sont encore 
solidarises par les bordures 18, 19 de U bande. j 
15 La brasure 3 portSe par- lea bras 11, 12 tit: la 

partie centrale 4 du dispositif d' interconnexion! est 
soumise * une refusion, par exemple au moyenjd'un 
rayonnement infrarouge focal ise. La connexion ra6caniqj»e et 
eleetrigue du module 15 sur les disposjitifs 
20 d' interconnexion 1 est ainsi r^alisee. Le« dispositifs 1 
sont alors rigidement maintenus en position relative p|ar )e 
module 15 et les pattea 16, 17 de liaison aux bordure;a 18, 
19 de la bande. sont coupees. j 

Le module 15 est ensuite mis en place sur la jcarte 
25 mere 13 en placant les dispositifs d« interconnexion jl sur 
les emplacements prevus de contact, qui sont recouveijts de 
pate a braser 14. Si la carte mere 13 est horiaontalje, le 
module 15 est alors vertical et il est stable en rai^on de 
la presence des dispositifs d' interconnexion 1. i Pour 
30 renforcer la stability du module en cas de deplacem^nt de 
la carte mere 13, il est avantageux, avant la raise en j place 
du raodule 15, de disposer sur la carte mere un ou plusieurs 
points de colle h des emplacements correspondant j a la 
partie centrale 4 de la base d'un dispositif 
35 d* interconnexion 1. La polymerisation de cette colle pssure 
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une bonne tenue reciproque de la carte mere et: de 
1'ensemble du module et des dispoaitifs a* interconnexion. 

Ensuite, la liaison electrique et mecanique de la 
carte mere 13 aux dispositifs d' interconnexion Tj est 
assured par une refusion de la brasure au droit; des 
extremites 5, 6 des dispositifs 1. Au cours de fcette 
refusion, la brasure 14 de la carte mere est utilised.! 

Cette brasure ae fixe sur tout le pourtour 
disponible des extremites 5, 6 en appui sur la carte mere. 
Le fait de prevoir des decoupes 9, 10 jusque dan«j lee 
parties centrales des extremites 5, 6 assure un pouirtour 
augmente par rapport a une extreraite sans decoupe, et une 
meilleure stability de la connexion. j 

L'invention permet d'assurer 1 * interconnexion 
Electrique et mecanique entre une carte mere et un wjodule 
dispose perpendiculairement a la carte mere, en utiljisant 
des moyens simples susceptibles d'automatisation. Bllje est 
notamroent utili sable pour des applications de njicro- 
eiectronique en automobile, ou en telecommunications;, ear 
elle permet de disposer des circuits e^ectroniques scjus un 
faible volume. 
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REVENDI CATIONS j . 

1 - Dispositif d 1 interconnexion entre une carte 
mfere et un module perpendiculaire a la carte tofere, 
caract6ris6 en ce qu'il comporte une base mgtalliqu^ (2) 
sensibJement rectangulaire, pr^sentant deux extr£n*it£s (5, 
6) destinies a assurer la connexion a la carte mfcre (13) et 
une partie centrale (4), et dans la partie axiale la 
base <2), des d^coupes incompletes (9, 10) dans lesgujeUes 
sont pr61ev6s deux bras (11, 12) destines a assurer )a 
connexion au module (15). j 

2 - Dispositif selon la revendicationj 1, 
caract£ris£ en ce que la partie centrale (4) est d6pal£e 
par rapport aux extr£mit£s (5 f 6> de la base (2). 

3 - Dispositif selon la revendicationj 2, 
caract6ris£ en ce que entre la partie centrale (4) efc.les 
deux extr£mit6s (5/ 6) de la base (2) sont pr^vue? des 
zones de transition (7, 8) obliques. j 

4 - Dispositif selon la revendication 3, 
caract6ris£ en ce que les d^coupes incompletes (9, 10 )j sont 
disposes au droit dee zones de transition <7, Q) et 
debordent sur les extrSmit^s <5, 6) de )a base (2). | 

5 - Dispositif selon la revendicatioij 4, 
caract6ris£ en ce que les d^coupes incompletes <?> 10) 
debordent sur la partie centrale (4) de la base (2). j 

6 - Dispositif selon la revendicatioiji 1, 
caract6ris£ en ce que les bras (11, 12) ont un profilj en s 
et constituent une pince pour recevoir le module (15) J 

7 - Dispositif selon l'une des revendicationj 1 a 
6, caract6ris£ en ce que la base (2) est att jmoins 
partiel lement recouverte d*une brasure (3)* j 

8 - Proc£d£ de realisation d ? une interconnexion 
entre une carte mfere et un module au moyen de dispositifs 
d f interconnexion selon l f une des revendications I \h 7, 
caract£ris€ par les Stapes de : j 

i 
! 

I 

! 

i 
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- constituer, par decoupe et mise en forme,; une 
bande portant entre ses bordures (18, 19) des disposes 
d' interconnexion (1) maintenus par des pattes (16, 17 >> 

- mettre en place le module (15) dans lepdits 

dispositifs (1), ! 

- proceder a la connexion du module (15); sur 
lesdits dispositifs (1) par refusion de brasure, 

- couper les pattes (16, 17) de maintien dejedits 

dispositifs (1), I 

mettre en place le module j (15) 
perpendiculairement a la carte mere (13) en placant lejsdits 
dispositifs (1) sur les emplacements prevus de contact^, 

- proceder h la connexion de la carte mere; (13) 
auxdits dispositifs (1) par refusion de brasure. 
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Abstract of FR2761852 
The perpendicular board connection has a 
bridge section (1) with two end parts (5,6) 
which mount on the mother board. The bridge 
section has a swinging arm on either side 
(1 1 ,12) which can be lifted up. The 
perpendicular board is placed between the two 
arms and the arms closed to make 
perpendicular board connection. 
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